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Bauanleitung ' BA 3205
zu den Bausitzen

- D 3630 - MEMORY TOWER XM zur Umriistung bereits spielfertiger Orgeln

- D 3640 - MEMORY TOWER XM fiir neu aufzubauende Orgeln

HINWEISE

Die vorliegende Schrift beschreibt den Auf- und Einbau des MEMORY TOWER XM in Orgeln der CD-Linie, also in:

- ARCUS-CD 45 - GALA CD 900

- WEGA-CD 600 - ATLANTIS SN 3
- SPECTRA CD 700 - XTRA

- NOVA CD 800

Der TOWER erweitert den Memory Card-Speicherbereich der Orgel - siehe das Schema in Abb. 1 - um acht neue
Ebenen. In den ersten vier Ebenen (ROMs) sind werkseitig bereits jeweils 24 Rhythmen, 51 Klangfarben und 20 Total
Presets fertig eingespeichert, die iibrigen vier - mit einer Speicherkapazitit von je 1 Megabit - sind RAM-Speicher, in
welche jeweils der komplette Inhalt von vier Memory Cards eingelesen werden kann. Die Auswahl der Ebene erfolgt an
einem kleinen Taster am neuen Memory Card-Schacht, als Anzeige der gerade aktiven Ebene fungiert ein kleines 7
Segment-Display.

Basic = Custom Memory Tower XM Memory
| | —A— Card

Rhythm.
Bgfic Férl\’ythm.
Rhythmen 256 k

102 Klénge
20 Total P.

Abb. 1: MEMORY TOWER XM, schematisch

Die beiden o. a. Bausitze sind so konzipiert, daB sie in alle Orgeln der CD-Linie problemlos nachtraglich (D 3630) oder
sofort im Zuge des Neuaufbaus einer Orgel (D3640) eingebaut werden kénnen. Einzige Voraussetzung bei bereits
alteren Instrumenten: Es muB bereits mit den neuen MEGA-SOUNDS ausgestattet sein, d. h., die Software-Version des
Voice-EPROMS IC 20 auf der Steckkarte MST 8 muB V 6.00 (oder héher) sein. Im Zweifelsfall nachsehen: Die
aufgedruckte Artikelnummer fiir den IC 20 in Version V 6.00 ist 630823A.

Der Arbeitsaufwand ist relativ gering:
- Bestiickung der Platinen MT 1, MT 2 und MT 3

- Zusammenbau mit dem neuen Memory Card-Schacht
- Einbau der vorstehenden Einheit

Im Falle der nachtréglichen Umriistung kommen noch der Ausbau des alten Memory Card-Schachtes und der Austausch
der Systemsoftware IC 15 auf MST 8 hinzu.

Gehen Sie wie gewohnt nach den folgenden Stiick-und Arbeitslisten vor, auch eine genaue Kontrolle des gelieferten
Materials ist anhand dieser Listen méglich.
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Abb. 3: Positionsdruck der Aufsteckplatine Platine MT 2




Stiack- und Arbeltsliste 1: Bestckung der Grundplatine MT 1

Pos.| Artikel |Stck.| Bautell Pack-| Verwendung, Hinweise Erl.
Nr. Nr. Nr. (v)
1 51292 1 | Platine MT 1 0 | Grundplatine, ca. 9, 5 x 13 cm, Abb. 2. ()
2 62010 7 | Dioden 1 N 4148 1 |D1,2,3,4,5,86, 7. Polung beachten! ()
3 633317 | 7 | Widerstdnde 470 Ohm  (ge-vi-br) 1 |R1,23,4,5,6,7. ()
4 633335 | 2 | Widerstande 100 kOhm (br-sw-ge) 1 |RS8,13. ()
5 633324 | 2 | Widerstande 4, 7 kOhm  (ge-vi-rt) 1 |R9, 12 ()
6 633355 | 2 |Widerstinde 1 MOhm  (br-swgn) [ 1 [R 10, 18. ()
7 633319 | 1 | Widerstand 1 kOhm (br-sw-rt) 1 |R11. ()
8 633326 | 3 | Widerstande 10 kOhm  (br-sw-or) 1 |R14,21,22 ()
9 633446 | 1 | Widerstand 22 kOhm (rt-rt-or) 1 |R15. ()
10 | 633333 | 1 | Widerstand 47 kOhm (ge-vi-or) 2 |R16. ()
1 633322 | 1 | Widerstand 2, 2 kOhm (rt-rt-rt) 2 |R17. ()
12 | 633353 | 2 | Widerstande 470 kOhm (ge-vi-ge) 2 |R19,20. ()
13 | 630216 | 2 |IC-Steckfassungen 16-polig 2 |Furict, 2 ()
14 | 630258 | 6 | IC-Steckfassungen 20-polig 2 |FuriC3,4,5,6,7, 11. ()
15 630214 | 3 | IC-Steckfassungen 14-polig 2 |FuriC8,09, 10. ()
16 | 633023 | 1 | Widerstands-Array 8 x 4, 7 kOhm 3 | RA 1. Polung ! (Markierungspunkt ()
Richtung IC 5.
17 | 632263 | 14 | Kondensatoren 100 nF, keram.(104) 3 (C1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14. | ( )
18 | 651293 | 1 | Stiftleiste 3-polig, stehend (JST 2.5) 3 | PL 8. Polung! ()
19 | 632101 | 5 |Elkos 1 uF/50V, stehend 3 |E1,3,4,5,6. Polung! ()
20 | 632104 | 2 |Elkos 10 uF/ 25V, stehend 3 |E2,7. Polung! ()
21 631307 | 1 | Transistor BC 307 3 [Q1. ()
Hinweis zu der nachstehenden 32-poligen Federleiste bzw. zu der 40-poligen Stiftleiste:
Diese Spezialbauteile sind nur beim Umriistbausatz D 3630 (fiir bereits spielfertige Orgeln) in Tiite Nr. 9 verpackt.
Bei Neuaufbau einer Orgel, also bei Verwendung des optionalen MEMORY TOWER-Bausatzes D 3640, miissen
diese beiden Bauteile dem Grundbausatz der Orgel entnommen werden. (Bausatz Bedienfeld- bzw. Peripherie-
Elektronik, vgl. die entsprechenden Bauanleitungen BA 3207 (CD 700-900) bzw. BA C 3207 (CD 45).




Stdck- und Arbeitsliste 1: Bestickung der Grundplatine MT 1

Pos.| Artikel |Stck.| Bauteli Pack-| Verwendung, Hinwelse Erl.
Nr. Nr. Nr. (v)
22 | 651206 | 1 | Federleiste 32-polig fir Mem. Card 9l |pL7. Achtung: Die langen Létzungen sind | ( )
mit einem briickenartigen Kunststoffteil
gegen Verbiegen geschiitzt. Es muB vor
dem Einl6ten entfernt werden (abziehen).
Die Federleiste dann so einsetzen, daB die
beiden seitlichen Befestigungsbohrungen
sich mit den entsprechenden Bohrungen in
der Platine MT 1 decken.
Beim Léten muB die Federleiste fest auf die
Platine gedriickt werden.
23 - - | Wichtiger Hinwels - | Achtung: Die folgenden Buchsen- bzw. ()
Stiftleisten Pos. 24 bis 26 miissen von
der Létseite her eingesetzt und auf der
Positionsdruckseite gelétet werden.
24 | 651339 | 1 | Buchsenleiste 9-polig, liegend 4 | PL 6. Dicht auf der Platine liegend einiéten. | ( )
25 | 651291 | 5 | Stiftleisten 8-polig, stehend (JST 2.5)| 4 |PL 1,2, 3, 4, 5. Polung beachten, vgl. ()
Positionsdruck auf der Bestlickungsseite.
26 | 651210 | 1 | Stiftleiste 40-polig, stehend 9 1) | PL 9. Auch hier die Polung beachten. ()
27 | 630527 | 1 | Integr. Schaltkreis 74 HC 4511 5 |IC 1. In die entsprechende Steckfassung ()
eindriicken. Bei allen ICs Typ und Polung
beachten!
28 | 630526 | 1 | Integr. Schaltkreis 74 HC 193 5 |IC2. ()
29 | 630427 | 2 | integr. Schaltkreise 74 HC 245 5 |IC3, 4. ()
30 630416 | 3 | Integr. Schaltkreise 74 HC 541 5 |IC5,7,11. ()
31 |630458M| 1 | Integr. Schaltkreis Gal 16 V 8 MT 1 5 |IC6. ()
32 | 630441 | 1 | lIntegr. Schaltkreis 74 HC 14 5 |IC8. ()
33 | 630796 | 2 | Integr. Schaltkreise 74 HCT 132 5 |IC9,10. ()
34 57204 1 | Akku 2, 6 Veit 6 | im Feld Akku 1 einiéten. ()
Achtung: Ab jetzt die Platine nicht mehr
auf elektrisch leitende Unterlagen ablegen,
Gefahr der Akku-Entladung!
35 - - | Hinweis - | Die Platine MT 1 vorerst zur Seite legen. ()
36 - - - - | Weiter mit Stiickliste 2. ()

1) Siehe Hinwaeis auf Seite 7




Stack- und Arbeltsliste 2: Bestlickung der Aufsteckplatine MT 2

Pos.| Artikel |Stck.| Bauteil Pack-| Verwendung, Hinweise Erl.
Nr. Nr. Nr. (V)
1 51293 1 | Platine MT 2 0 | Aufsteckplatine, ca. 7, 5 x 9 cm, Abb. 3. ()
2 - 2 | Loétzinn-Briicken (Wichtig!) - | Nach Abb. 4 zwei Létzinn-Kleckse jeweils | ( )
zwischen der groBen Dreiecksflache A und
der kleinen Flache B machen.
3 630032 | 6 | IC-Steckfassungen 32-polig 2 |FurlIC1bisIC6. ()
4 632263 | 6 | Kondensatoren 100 nF, keram. (104)| 3 |C1,2,3,4,5,6. ()
5 632109 [ 1 | Elko 100 uF/25 V, stehend 7 | E 1. Polung! ()
6 651336 | 5 | Buchsenleisten 8-polig (JST 2.5) 7 |PL1,2,3,4,5. Achtung: Von der L&t- ()
selte her einsetzen und auf der Bauteile-
seite l6ten. Polung beachten!
7 630507 | 4 | Integr. Schaltkreise HM 628128 o. &. 7 |IC1,2,3, 4. Polung! ()
(SRAM 1 MB)

8 |[630823F| 1 | Int. Schalt. 27C020 MT Bank 5+6,V1| 7 |ICS5. Polung! ()
(EPROM 2 MB)

9 |[630823E( 1 | Int. Schalt. 27C020 MT Bank 7+8, V1| 8 |IC 6. Polung! ()
(EPROM 2 MB)

10 - - | Hinweis - | Die jetzt fertig bestiickte Aufsteckplatine ()
MT 2 mit ihren 5 Buchsenleisten in die
entsprechenden Stiftleisten der Grund-
platine MT 1 einstecken. Fest zusammen-
dricken.

11 - - |- - | Weiter mit Stiickliste 3. ()

e
Platine MT 2,
Lotseite
Zwei Lotzinn-Kleckse
jeweils von A nach B
PDMT2BR

Abb. 4: Zwei Létzinn-Kleckse auf der Létseite der Platine MT 2 (vergréBert)




Stack- und Arbeitsliste 3: BestGckung des Platinenstrelfens Platine MT 3

einsetzen und auf der Leiterbahnseite I5ten.
Polung beachten: Fiir den Dezimalpunkt
des Displays zeigt der Streifen auf der
Létseite einen entsprechenden Markie-
rungspunkt.

Platine MT 3 zur Seite legen.

Wewiter mit Stiickliste 4.

Pos.| Artikel |Stck.| Bautell Pack-| Verwendung, Hinweise Erl.
Nr. Nr. Nr. (v)
1 51294 | 1 |Platine MT 3 0 | Flexibler Platinenstreifen, ca. 1 x 15 cm. ()
Er tragt auBer dem nachstehenden Display
keine weiteren Bauteile.
2 630071 | 1 [7-Segment-Display 4 | Aut der glatten Seite des Platinenstreifens ()

()

Markieru unkt
far Dezinn\galsgunkt

Zur Platine MT 1, PL 6

MT3

Abb. 5: Platinenstreifen MT 3, Sicht auf die Lotseite
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Memory Card-
Aufnahmeschacht

Platinenstreifen MT 3

Display-Filterscheibe I—> Platine MT 2

Blechschraube
2,9 x 25 ()

Mermory Card

Flachkabel K0520, 3-adrig

hier rundum
Klebstoff auftragen

1334a

Abb. 6: Zusammenbau der Memory Card-Einheit

11



Stuck- und Arbeltsliste 4: Zusammenbau der Memory Card-Einhelt

Pos.
Nr.

Artikel
Nr.

Stck.| Bautell

Pack-
Nr.

Verwendung, Hinweise

Erl.
(v)

21359

55040

630150

K0520

1 | Memory Card-Schacht

1 | Taster MT 1

- | Fertiger Platinenstreifen MT 3
(mit eingel6tetem Display)

- | Vorbereiteter Memory Card-Schacht

Blechschrauben 2, 9 x 25

1 | Flachkabel, dreiadrig, 6 cm

- | Platinenstreifen MT 3

- | Hinweis

Bereitlegen.

Nach Abb. 6 mit etwas Klebstoff (Alles-
kleber) bestreichen und in den Memory
Card-Aufnahmeschacht eindriicken. Die
drei Anschlisse miissen auBen liegen.

Am Display abknicken und von hinten so
weit wie mdglich in den Memory Card-
Aufnahmeschacht eindriicken.

Achtung: Je nach Orgeltyp liegt der Schlitz
des Memory Card-Schachtes waagerecht
(ARCUS CD 45) oder senkrecht (alle
ubrigen CD-Orgeln einschlieBlich XTRA).
Entsprechend muB das spiter links bzw.
oben liegende Display langs oder quer zum
Schlitz des Schachtes eingefiihrt werden,
damit die angezeigte Zahl in jedem Fall
richtig lesbar ist.

Auf die 32-polige Federleiste

der Platine MT 1 aufsetzen und mit den
nachstehenden Schrauben zusammen-
schrauben.

Abb. 6.

In PL 8 der Grundplatine MT 3 einstecken,
das andere Ende nach Abb. 6 am Taster
anléten. Das Kabel nicht verdrehen.

Nach Abb 7 in die Buchsenleiste PL 6 der
Crundplatine MT 1 einlegen. Hierzu die
Klappe des PL 6 erst in Richtung Platinen-
rand ziehen und hochklappen. Danach den
Platinenstreifen ohne zu verkanten so weit
wie méglich einschieben. Seine blanken
Leiterbahnen miissen den blanken
Kontakten des PL 9 zugewandt sein.
Zuletzt die Klappe des PL 6 nach unten
driicken und zum Verriegeln in Richtung
Platinenmitte schieben.

Abgesehen von der noch fehlenden roten
Filterscheibe vor dem Display, welche
zweckmaéBig erst nach der Inbetriebnahme
eingeklebt wird, ist die Memory Card-Einhei
jetzt einbaufertig. Hierbei ergeben sich
zwei Varianten:

- Bei Umriistung einer bereits spiel-
fertigen Orgel weiter mit Stiickliste 5.

- Fiir den Fall des Einbaus in eine neue
Orgel weiter mit Stiickliste 8.

()
()

()

()

()
()

()

12




1. Eingebaute Buchsenleiste PL 6 2. Klappe nach vorn ziehen

Platine MT 1

3. Klappe hochstellen 4. Platinenstreifen einschieben
(blanke Leiterbahnen nach unten)

5. Zuklappen 6. Klappe zuriickschieben

B1407

Abb. 7: AnschluB des Platinenstreifens MT 3 an der Buchsenleiste PL 6 der Grundplatine MT 1
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Stdck- und Arbeitsliste 5: Nur fir Umrdster: Ausbau der vorhandenen Memory Card-Einheit

Pos.
Nr.

Artikel
Nr.

Stck.| Bautell

Pack-

Verwendung, Hinwelse

Erl.
(v)

- | Orgel-Netzstecker

- | Orgel

- | Flachkabel K0402, 40-adrig
(von MB 40, PL 11 nach EM 1, PL 1)

- | Alte Memory Card-Einheit
(Schacht + Platine EM 1)

Aus Sicherheitsgriinden aus der Steck-
dose ziehen.

Den Deckel des Gehéuseoberteils &ffnen.

An der Platine EM 1 des Memory Card-
Schachtes abziehen. (Evtl. vorhandene
Auswerferhebel zur Seite driicken.) Das
andere Kabelende verbleibt an PL 11 der
Basisplatine MB 40 des Baugruppen-
trégers.

Ausbauen, Schrauben aufbewahren.

Waeiter mit Stiickliste 6.

()

()
()

()

()

Stack- und Arbeltsliste 6: Nur fGr Umraster: Einbau der neuen Memory Card-Einhelt

Pos.
Nr.

Artikel
Nr.

Stck.| Bautell

Pack-

Verwendung, Hinweise

Erl.
(v)

22135

- | Einbaufertige neue Memory Card-
Einheit (aus Stickliste 4)

- | Flachkabel K0402, 40-adrig
(vorhanden, siehe Stiickliste 5)

1 | Aufkleber "XM Memory Tower"

An Stelle der ausgebauten Einheit mit
den aufbewahrten Schrauben einbauen.
Bei der ARCUS CD 45 liegt das Display
oben, bei allen sonstigen CD-Orgeln links.

In die 40-polige Stiftleiste PL 9 der
Platine MT 1 einstecken, dabei von der
anderen Seite her etwas gegendriicken,
um ein AbreiBen der Platine vom Schacht
zu verhindern. - Auswerferhebel zusam-
mendriicken.

Nur fir ARCUS CD 45:

Nach Entfernen der Schutzfolie unter-
halb des Memory Card-Schachtes auf das
Bedienfeld kleben, vorher die linke obere
Aufkleberecke passend ausschneiden.

Nur fir CD 600 bis CD 900:

Nach Entfernen der Schutzfolie rechts
oberhalb des Memory Card-Schachtes auf
das Bedienfeld kleben.

Weiter mit Stiickliste 7.

()

()

()

()

()
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Stack- und Arbeltsliste 7: Nur fir Umrister: Austausch der Systemsoftware,
Kontrolle der Voice-Software und

evil. Widerstandsénderung auf PS 30 (nur ARCUS)

Pos.
Nr.

Artikel
Nr.

Stek.

Bautell

Pack-
Nr.

Verwendung, Hinweise

Erl.
(v)

630825M

633319

Steckkarte MST 8

Vorhandenes System-EPROM IC 15
auf MST 8

Integr. Schaltkreis IC 27 C101
mit Aufkleber "MST 8 - IC 15"
(mitgelieferte neue System-Software)

Wichtiger Hinweis

Drahtbriicke Ju 2 auf MST 8

Steckkarte MST 8

Widerstand 1 kOhm (br-sw-rt)

Aus dem Baugruppentrager (Steckplatz 8)
herausziehen.

Aus seiner Fassung ziehen. (Wird nicht
mehr benétigt, bitte gelegentlich an
WERSI zuriickgeben.)

An Stelle des entfernten IC 15 einstecken,
Polung beachten!

Fir die stérungsfreie Funktion des
MEMORY TOWERS muB das EPROM,
das die Software fiir die Klangfarben
enthélt, (IC 20 auf MST 8) in der Version
"MEGA SOUNDS" vorliegen.

Diese Version ist etwa ab Friihjahr 1991
serienmaBig eingelaufen.

Im Zweifelsfall, oder wenn Sie die
Versionsnummer, die bei jedem Startcheck
der Orgel auch im Display angezeigt wird,
nicht mehr im Gedéchtnis haben, kontrol-
lieren Sie den Aufkleber auf dem IC 20:
Die dort aufgedruckte Artikelnummer muB
630823A (evtl. auch mit héherem
Endbuchstaben) lauten. Ggf. bei WERSI
anfordern und austauschen.

Im Zusammenhang mit dem vorstehend
erwahnten EPROM IC 20 muB Ju 2 nach
Abb. 8 von der mittleren zur oberen
Bohrung des Bestiickungsfeldes gelegt
werden, ggf. die alte, nach unten liegende
Briicke entfernen und umiéten. - Ju 1
bleibt unveréndert.

Wieder auf dem alten Platz einstecken.

Nur fdr dltere ARCUS-Modelle:

Falls auf der Netzteilplatine PS 30 der
Widerstand R 4 - siehe Abb. 9 - noch mit

4, 7 kOhm (ge-vi-rt) bestiickt ist, muB

er gegen den hier verpackten 1 kOhm-
Widerstand ausgetauscht werden. (Das
Ausléten des R 4 |48t sich umgehen, indem
der 1 kOhm-Widerstand "huckepack "

auf R4 aufgel6tet wird. Vorher die
AnschluBdréhte auf ca. 10 mm kiirzen.)

()

()

()

()

()
()
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Stdck- und Arbeltsliste 7: Nur far Umraster: Austausch der Systemsoftware,
Kontrolle der Voice-Software und

evtl. Widerstandsanderung auf PS 30 (nur ARCUS)

Pos.
Nr.

Artikel
Nr.

Stck.| Bautell

Pack-| Verwendung, Hinwelise
Nr.

Erl.
(v)

10

213993

- | Orgel

- | Netzkabel

1 | Filterscheibe, rot, selbstklebend

Statt der Auflétmethode ist es auch
zulassig, den vorhandenen 4, 7 kOhm-
Widerstand auszuléten und gegen den
hier gelieferten 1 kOhm-Widerstand aus-
zutauschen. In diesem Fall muB allerdings
die Platine PS 30 voriibergehend ausge-
baut werden. (In neueren Modellen ist

R 4 auf der Netzteilplatine PS 30

bereits serienmiBig mit 1 kOhm bestiickt,
so daB hier eine Nacharbeit entfllt.)

SchlieBen.
Einstecken und die neuen Funktionen
nach der mitgelieferten Bedienungsan-

leitung ausprobieren.

Schutzfolie abziehen und von vorne in
das Display-Fenster eindriicken.

()
()

()

D1
R 1

IC 1

c1l

IC 5

-

Ju 2 in der La
MEMORY T

R / MEGA SOUNDS

far

Platine MST 8

PDMSTS8A

Abb. 8: Korrekte Lage der Drahtbriicke JU 2 auf der Platine MST 8
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Falls R 4 mit 4,7 kOhm bestOckt ist,
1 kOhm parallel 15ten
oder gegen 1 kOhm austauschen.

1457

Abb. 9: Nur fiir ARCUS CD 45: Lage des evtl. auszutauschenden Widerstandes R 4

Stick- und Arbeltsliste 8: Nur bel Neuaufbau einer Orgel: Einbau der Memory Card-Einhelt

Pos.
Nr.

Artikel
Nr.

Stck.

Bautell

Pack-
Nr.

Verwendung, Hinweise

Erl.
(v)

22135

213993

Hinweis

Aufkleber "XM Memory Tower"

Filterscheibe, rot, selbstklebend

Da der MEMORY TOWER XM zum einen
eine Nachentwicklung zu Orgeln der sog.
CD-Linie und zum anderen eine Ergénzung
der Grundausstattung der Orgel darstelit,
ist sein Einbau in den spezifischen Aufbau-
anleitungen zu den verschiedenen Orgel-
modellen nicht beriicksichtigt.

Er ist aber weitgehend mit dem serienmaBig
in der Grundausstattung mitgelieferten
"einfachen" Memory Card-Schacht ver-
gleichbar, so daB die zu diesem gegebenen
Einbau- und AnschluBvorschriften praktisch
auch fiir den TOWER gelten.

Je nach Orgelmodell benutzen Sie folgende
Aufbauauanleitungen:

- NOVA CD 800 BAC 112
- WEGA CD 600-SR BAC 113
- WEGA CD 600-T BAC 114
- WEGA CD 600-CP BAC 115
- ATLANTIS SN 3 BAC 117
- CD XTRA BAC 118
- SPECTRA CD 700 BA 3203

- GALA CD 900 BA 3231

- ARCUC CD 45 BA C 3203

Nur fir ARCUS CD 45:

Nach Entfernen der Schutzfolie unter-
halb des Memory Card-Schachtes auf das
Bedienfeld kleben, vorher die linke obere
Aufkleberecke passend ausschneiden.

Nur fiir CD 600 bis CD 900:

Nach Entfernen der Schutzfolie rechts
oberhalb des Memory Card-Schachtes auf
das Bedienfeld kleben.

Schutzfolie abziehen und von vorne in
das Display-Fenster eindriicken.

()
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Abb. 10: Schaltbild des MEMORY TOWERS XM
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